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【はじめに】 表面を平坦に研磨したシリカガラ

スを接触し熱処理を行うと接合できる。これまで

我々は、OH 基濃度の異なるシリカガラスの接

合・熱処理を行い、OH 基の拡散を研究してきた。

ボルツマン俣野の方法 1)を用いて OH 基濃度分布

を解析し拡散係数を求めることで拡散係数が OH

基濃度に比例することが分かった 2）。このことか

ら、Dremus3）の理論的予言を確認するとともに 2）

OH 基の拡散係数の実験式を得た 4)。縦軸を OH

基濃度の最大値，横軸を 

 Ξ = 𝑥/√𝐷0(𝑐max)𝑡0 + 𝐷(𝑐max)𝑡 (1) 

で規格化（拡張ボルツマン変換）した OH 基濃度分

布と拡散方程式から得た OH 基濃度分布の理論曲線

が一致することで解析の妥当性を確認した(図 1)4)。

今回、拡散係数の OH 濃度に対する比例係数をアレ

ニウスプロットしたとき、有水ガラスと無水ガラス

で 1100C 以上の高温で違いが生じた（図 2）。その

違いは測定誤差による可能性もある。その点を検証

するため、理論解のフィッティングを行うことで従

来より精度の良い解析ができるのではないかと考え、解析を試みた。 

【方法】 理論解を実験値にフィッティングし，(1)の関係を用いてそれぞれの温度、時間に対し

て𝐷0(𝑐max)𝑡0 + 𝐷(𝑐max)𝑡を求める。求めた値を時間に対してプロットし，その直線の傾きより拡

散係数を求める。計算の結果及び詳細については当日報告する。 
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図 1. 規格化した OH 基含有シリカガラス 
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図 2. OH 基濃度に対する比例係数の 

アレニウスプロット 
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